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(57) Abstract: The invention relates to a chip card and a method for production of a chip card (41), comprising a chip module
which makes contact with an external contact arrangement (31) arranged on the contact surface (51) of a card body and an antenna
= device arranged in a card inlay, wherein firstly the card inlay is produced in a first production device and subsequently both sides of
& the card inlay are provided with at least one outer layer (45, 46; 47, 48) in a second production device, such that the outer contact
arrangement (31) arranged on the outer contact side of the chip support is introduced into a recess of the provided outer layer and
subsequently a connection of the card inlay to the outer layer is carried out in a lamination process.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Chipkarte sowie ein Verfahren zur Herstellung einer Chipkarte (41) mit einem
& Chipmodul, das mit einer in der Kontaktoberfldche (51) eines Kartenkorpers angeordneten AuBenkontaktanordnung (31) sowie ei-
& ner in einem Karteninlay angeordneten Antenneneinrichtung kontaktiert ist, bei dem zunichst in einer ersten Fertigungseinrichtung
das Karteninlay hergestellt wird, und nachfolgend in einer zweiten Fertigungseinrichtung das Karteninlay beidseitig mit jeweils zu-
mindest einer AuBenlage (45, 46; 47, 48) versehen wird, derart, dass die auf der AuBenkontaktseite des Chiptrigers angeordnete
AuBenkontaktanordnung (31) in eine Ausnehmung der zugeordneten AuBenlage eingefiihrt wird, und anschlieBend in einem Lami-
niervorgang eine Verbindung des Karteninlays mit den AuBenlagen erfolgt.
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'Chipkarte und Verfahren zur Herstellung einer Chipkarte'

Dic vorliegende Erfindung betrifft eine Chipkarte mit einem Chipmodul,
das mit einer in der Kontaktoberfliche eines Kartenkorpers angeordneten
AuBenkontaktanordnung sowie einer in einem Karteninlay angeordneten

Antennencinrichtung kontaktiert ist. Dariiber hinaus betrifft die Erfin-

dung ein Verfahren zur Herstellung einer derartigen Chipkarte.

Chipkarten der eingangs genannten Art werden auch als sogenannte
,,Combicards® oder ,,Dual-Interface-Cards* bezeichnet. Derartige Chip-
karten ermdglichen sowohl einen kontaktbehafteten Zugriff auf die auf
dem Chip enthaltenen Informationen iber die in der Kartenoberflache
angeordnete AuBenkontaktanordnung, als auch einen berithrungslosen
Datenzugriff vermittels der Antenneneinrichtung, die in Verbindung mit

dem Chip eine Transpondereinheit bildet.

Die Herstellung derartiger Chipkarten erweist sich bislang als sehr
aufwendig, da die zur Unterbringung des Chipmoduls im Kartenkdrper
erforderliche Ausnehmung in der Regel durch Einsatz eines abrasiven

Materialbearbeitungsverfahrens, wie beispielsweise Frisen, hergestellt

BESTATIGUNGSKOPIE
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wird, um sicherzustellen, dass das mit der Aulenkontaktanordnung
versehene Chipmodul einerseits so innerhalb des Kartenkérpers angeord-
net ist, dass eine sichere Kontaktierung mit der im Inneren des Karten-
kérpers befindlichen Antenneneinrichtung gegeben ist. Andererseits
muss die AuBlenkontaktanordnung fiir einen stérungsfreien Betrieb der
Karte blindig in der Kontaktoberfliche des Kartenk&Srpers angeordnet

sein.

Unabhingig davon, ob der Kartenkdrper in einem Formverfahren oder als
Laminatverbund bestehend aus einer Mehrzahl von Lagen, die in einem
Laminiervorgang miteinander verbunden werden, hergestellt ist, erfor-
dert die nachtrdgliche Einbringung der Ausnehmung in den Kartenkdrper
zur Unterbringung des Chipmoduls im Kartenkérper einen basierend auf
der Herstellung des Kartenkérpers weiteren Bearbeitungsvorgang. Dar-
iber hinaus muss bei derartig aufgebauten Chipkarten die Kontaktierung
der Antenneneinrichtung mit dem Chipmodul nachfolgend der Implemen-
tierung des Chipmoduls als Riickseitenkontaktierung verdeckt durchge-

fiihrt werden.

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Chipkarte,
die sowohl fiir den kontaktbehafteten als auch fiir den bertihrungslosen
Betrieb geeignet ist, sowie ein Verfahren zu deren Herstellung vorzu-
schlagen, die bzw. das eine wesentlich vereinfachte Herstellung der

Chipkarte erméglicht.

Zur Lésung dieser Aufgabe weist die erfindungsgeméfBe Chipkarte die
Merkmale des Anspruchs 1 bzw. des Anspruchs 2 sowie das erfindungs-

gem#dBe Verfahren die Merkmale des Anspruchs 8 auf.

Erfindungsgemifl weist die Chipkarte ein Karteninlay mit zumindest
zwei Lagen, ndmlich einer mit einer Ausnehmung zur teilweisen Auf-
nahme des Chipmoduls versehenen Aufnahmelage und einer das Chipmo-
dul einseitig abdeckenden Decklage, auf. Das Karteninlay der erfin-

dungsgemifBen Chipkarte ist beidseitig mit jeweils zumindest einer
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AuBenlage versehen, wobei die Ausnehmung zur Aufnahme einer auf
einer Innenkontaktseite eines Chiptrigers des Chipmoduls angeordneten
Chipgehiusung dient, und die Decklage einen Boden der Ausnehmung
definiert. Dabei bildet die auf der AuBenkontaktiseite des Chiptrigers
angeordnete AuBenkontaktanordnung einen aus der Ebene der Aufnahme-
lage hervorragenden Lagenvorsprung, der in einer Ausnehmung der
AuBlenlage derart aufgenommen ist, dass die AuBenkontaktanordnung

biindig mit der Kontaktoberfliche des Kartenkdrpers angeordnet ist.

Die erfindungsgemiBe Chipkarte ist demnach basierend auf einem
Karteninlay aufgebaut, aus dem die Auflenkontaktanordnung des Chip-
moduls herausragt, so dass auf einfache Art und Weise durch Aufbrin-
gung einer AuBenlage, die in ihrer Dicke dem durch die AuBenkontakt-
anordnung gebildeten Lagenvorsprung entspricht, eine insgesamt bindige
Anordnung der AuBenkontaktanordnung im Kartenkérper erzielbar ist.
Infolge der Ausbildung des Karteninlays aus zumindest zwei Lagen,
nimlich einer Aufnahmelage und einer Decklage, die die Antennenein-
richtung zwischen sich aufnehmen, und der durch die Ausnehmung der
Aufnahmelage zuginglichen Innenkontaktseite des Chiptragers sind die
Kontaktierungsstellen zur Kontaktierung des Chipmoduls mit der Anten-
neneinrichtung frei zuginglich, so dass eine sichere und in ihrer Qualitét
iberpriifbare Kontaktierung zwischen dem Chipmodul und der Antennen-
ginrichtung erfolgen kann. Im Unterschied zu den bisherigen, in ihrem
Aufbau vorstehend erliuterten gattungsgeméBen Chipkarten muss somit
die Kontaktierung nicht als Riickseitenkontaktierung verdeckt durchge-
fihrt werden, sondern kann durch unmittelbare Beaufschlagung der

Kontaktierungsstelle erfolgen.

Das erfindungsgemifie Karteninlay weist zumindest zwei Lagen auf,
nimlich eine mit einer Ausnehmung zur teilweisen Aufnahme des Chip-
moduls versehene Aufnahmelage und eine das Chipmodul einseitig
abdeckende Decklage, die die Antenneneinrichtung zwischen sich auf-

nehmen. Die Ausnehmung der zur Aufnahme einer auf einer Innenkon-
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taktseite eines Chiptrigers des Chipmoduls angeordneten Chipgehdusung
erméglicht vor Aufbringung der Decklage einen freien Zugriff auf die
Kontaktierungsstellen zwischen den auf der Innenkontaktseite des
Chiptrigers angeordneten Innenkontakten und der Antenneneinrichtung.
Erst nach Kontaktierung kann durch Aufbringung der Decklage ein
Boden der Ausnehmung definiert werden, so dass dann aus dem Karten-
inlay nur noch die auf der AuBenkontaktseite des Chiptrégers angeordne-
te AuBenkontaktanordnung einen aus der Ebene der Aufnahmelage
hervorragenden Lagenvorsprung bildet. Dieser Vorsprung kann dann bei
nachfolgender Fertigstellung der Chipkarte durch eine mit einer entspre-
chenden Ausnchmung versehene AuBenlage biindig aufgenommen wer-
den, wobei der Lagenvorsprung gleichzeitig eine Positionierungshilfe fir

die Relativpositionierung der AuBienlage auf dem Karteninlay bildet.

BEine besonders exakt definierte relative Positionierung zwischen der
Innenkontaktseite des Chiptrigers und der im Karteninlay angeordneten
Antenneneinrichtung wird méglich, wenn die Aufnahmelage selbst das

Substrat fiir die Antenneneinrichtung bildet.

Besonders vorteilhaft fiir eine sichere Relativpositionierung des Chip-
moduls im Karteninlay ist es, wenn die Chipgehdusung des Chipmoduls
auf ihrer der Decklage zugewandten Oberseite mit einem Kleberauftrag
versehen ist. Hierdurch ist nach Aufbringung der Decklage auf die
Chipgehdusung eine Fixierung des Chipmoduls in der Ausnehmung des
Karteninlays unabhingig von der Kontaktierung mit der Antennenein-

richtung gegeben.

In diesem Zusammenhang erweist es sich als besonders vorteilhaft, wenn
der Kleberauftrag durch eine HeiBklebermasse gebildet ist, da diese
durch die Temperaturbeaufschlagung des HeiBklebers wihrend eines
Laminiervorgangs aktiviert wird, so dass die Klebewirkung nicht nur
durch den Laminiervorgang nicht beeintriachtigt wird, sondern vielmehr

unterstiitzt wird.
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Wenn der Kleberauftrag dariiber hinaus bandférmig ausgebildet ist, ist
eine besonders leichte Handhabung der Klebermasse und Anpassung an
die Kontur der Chipgehiusung wahrend der Herstellung des Karteninlays

moglich.

Wenn schlieBlich dariiber hinaus der bandférmige Kleberauftrag mit
einer Haftkleberbeschichtung versehen ist, ist sowohl durch den Haftkle-
ber vorausgehend dem Laminiervorgang eine sichere Fixierung des
Kleberauftrags auf der Chipgehdusung, als auch durch die nachfolgend
im Verlauf des Laminiervorgangs aktivierte Heiflklebermasse eine
permanent andauernde, sichere Verbindung zwischen dem Chipmodul

und dem Karteninlay gegeben.

Bei dem erfindungsgemiBen Verfahren wird zundchst in einer ersten
Fertigungseinrichtung ein Karteninlay hergestellt. Nachfolgend wird das
Karteninlay in einer zweiten Fertigungseinrichtung beidseitig mit jeweils
zumindest einer AuBenlage versehen, derart, dass die auf der AuBenkon-
taktseite des Chiptrigers angeordnete Aufenkontaktanordnung in eine
Ausnehmung der zugeordneten AuBenlage eingefiihrt wird. AnschlieBend
erfolgt in einem Laminiervorgang eine Verbindung des Karteninlays mit

den Aufienlagen.

Das erfindungsgemiBe Verfahren ermdglicht somit eine Herstellung
einer gattungsgemiBen Chipkarte basierend auf einem Karteninlay und
zwei voneinander unabhingigen Fertigungseinrichtungen, so dass das
Karteninlay als ein in einer ersten Fertigungsstétte hergestelltes Halb-
zeug gehandhabt werden kann, das nachfolgend in einem von dem ersten
Fertigungsvorgang vollig unabhéngigen zweiten Fertigungsvorgang in
einer zweiten Fertigungseinrichtung, die rdumlich entfernt zur ersten
Fertigungseinrichtung angeordnet sein kann, herstellbar ist. Das Karten-
inlay kann somit als Halbzeug an einen Kartenhersteller zur weiteren

Verarbeitung bzw. Fertigstellung einer Chipkarte ausgeliefert werden.
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Als besonders vorteilhaft erweist es sich, wenn zur Herstellung des
Karteninlays in der ersten Fertigungseinrichtung zunichst eine Positio-
nierung des Chipmoduls in einer Ausnehmung einer Laminatorplatte
erfolgt, derart, dass eine auf einer AuBenkontaktseite eines Chiptragers
des Chipmoduls angeordnete AuBenkontaktanordnung in der Ausneh-
mung der Laminatorplatte aufgenommen ist, und eine auf ciner Innen-
kontaktseite des Chiptriagers angeordnete Chipgehéiu'sung aus der Aus-
nehmung der Laminatorplatte hervorragt. Nachfolgend erfolgt eine
Anordnung einer vorzugsweise als Substrat einer Antenneneinrichtung
ausgebildeten Aufnahmelage auf der Laminatorplatte, derart, dass die
Chipgehdusung in eine Ausnehmung der Aufnahmelage eingefiihrt wird,
wobei die Antenneneinrichtung auf der der Laminatorplatte abgewandten
Oberfliche des Substrats angeordnet ist. Somit kann nachfolgend eine
Kontaktierung der Antenneneinrichtung mit der Innenkontaktseite des
Chiptrigers bei frei zuginglichen Innenkontakten des Chiptrigers erfol-
gen und erst anschlieBend eine Anordnung der Decklage auf der Auf-
nahmelage zur Abdeckung der Kontaktstellen. Durch die anschlieende
Herstellung in einem Laminatverbund zwischen der Aufnahmelage und
der Decklage wird somit eine dauerhaft versiegelte Anordnung der auf
dem Chiptriger angeordneten Chipgehdusung bzw. der Innenkontaktseite
des Chiptrigers im Karteninlay hergestellt, so dass die weitere Lagerung
und Handhabung des Karteninlays bis zur Fertigstellung der Chipkarte
durch Auflaminicren der AuBBenlagen beim Kartenhersteller v6llig un-
problematisch und ohne besondere Vorkehrungen, beispielsweise betref-
fend eine besonders schiitzende Verpackung des Karteninlays, erfolgen

kann.

Vorzugsweise wird zur Herstellung der Chipkarte in der zweiten Ferti-
gungseinrichtung das Karteninlay auf beiden Seiten mit zumindest
jeweils einer AuBenlage versehen, wobei die auf der Auflenkontaktseite
des Chiptragers angeordnete Aufenkontaktanordnung in eine Ausneh-
mung der zugeordneten AuBenlage eingefiihrt wird. Anschliefend erfolgt

die Herstellung eines Laminatverbunds zwischen der Aulenlage und dem

PCT/DE2006/002126
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Karteninlay, derart, dass sich eine flichenbiindige Anordnung der Au-

Benkontaktanordnung mit der Kontaktoberfliche des durch die Herstel-

lung des Laminatverbunds ausgebildeten Kartenkérpers einstellt.

Nachfolgend werden bevorzugte Ausfithrungsformen der Chipkarte bzw.

des Karteninlays sowie das Verfahren zur Herstellung der Chipkarte

anhand der Zeichnung niher erliutert.

Es zeigen:

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

1

2a

2b

3a

3b

4a

4b

5

6

7

cine Lagenanordnung zur Herstellung eines Karteninlays in

einer Laminiervorrichtung;

ein in einer Ausnehmung einer Laminatorplatte aufgenommenes

Chipmodul in Seitenansicht;
das in Fig. 2a dargestellte Chipmodul in Draufsicht;

das in einer Aufnahmelage angeordnete Chipmodul in Seiten-

ansicht;
das in Fig. 3a dargestellte Chipmodul in Draufsicht;

das durch eine Decklage abgedeckte und zwischen zwei Lami-

natorplatten angeordnete Chipmodul in Seitenansicht;
das in Fig. 4a dargestellte Chipmodul in Draufsicht;

eine Teildarstellung eines Karteninlay-Bogens mit einer Mehr-

zahl zusammenhingend ausgebildeter Karteninlays;
den in Fig. 5 dargestellten Karteninlay-Bogen in Draufsicht;

eine aus einem Karteninlay-Bogen und einer Mehrzahl von
AuBenlagen-Bogen zusammengesetzte Lagenanordnung zur

Herstellung einer Chipkarte in einer Laminatoranordnung;
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Fig. 8 eine Teildarstellung eines Chipkarten-Bogens mit einer Mehr-

zahl zusammenhingend ausgebildeter Chipkarten.

Fig. 1 zeigt eine Anordnung einer Mehrzahl sogenannter Nutzenbdgen,
die jeweils in einer Nutzenanordnung eine Mehrzahl einstiickig mitein-
ander zusammenhéngender Lagen aufweisen, zur Herstellung eines in
Fig. 5 dargestellten Karteninlay-Bogens 10 mit einer Mehrzahl zusam-
menhdngend ausgebildeter Karteninlays 11. Im Einzelnen zeigt Fig. 1
einen Aufnahmelagen-Bogen 12 mit einer Mehrzahl zusammenhéngend
ausgebildeter Aufnahmelagen 13 und einen Decklagen-Bogen 14 mit

einer Mehrzahl zusammenhéngend ausgebildeter Decklagen 15.

Der Aufnahmelagen-Bogen 12 und der Decklagen-Bogen 14 befinden
sich in einer Laminatoranordnung 16 zwischen einer unteren Lamina-
torplatte 17 und einer oberen Laminatorplatte 18. Die untere Lamina-
torplatte 17 ist mit einer der Nutzenanordnung des Aufnahmelagen-
Bogens 12 entsprechenden Anordnung 19 von Ausnehmungen 20 verse-
hen, die zur Aufnahme einer entsprechenden Anzahl von Chipmodulen 21

dienen.

Die Aufnahmelagen 13 des Aufnahmelagen-Bogens 12 dienen jeweils als
Antennensubstrate, auf denen jeweils eine, im vorliegenden Fall aus
einem Drahtverlauf gebildete Antenneneinrichtung 22 mit mehreren
Antennenwindungen 23 angeordnet ist. Die Antenneneinrichtungen 22
weisen jeweils zwei Kontaktenden 24, 25 auf, die iiber Kontaktierungs-
buchten 26 in einem Offnungsrand 27 einer Ausnehmung 28 hinwegge-

fiihrt sind.

Sowohl der Aufnahmelagen-Bogen 12 als auch der Decklagen-Bogen 14
bestehen aus einem laminierfihigen Kunststoffmaterial, wie beispiels-

weise Polyethylen oder PVC.

Anhand der Figurenabfolge der Fig. 2 bis 4 soll nachfolgend der Aufbau

der in Fig. 1 dargestellten Lagenanordnung zur Herstellung des Karten-
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inlay-Bogens 10 noch niher erliutert werden. Fig. 2a zeigt ein in einer
Ausnehmung 20 der Laminatorplatte 17 aufgenommenes Chipmodul 21
mit einem Chiptriger 29, der auf einer AuBBenkontaktseite 30 eine Au-
Benkontaktflichenanordnung 31 und auf einer Innenkontaktseite 32
Innenkontakte 33, 34 aufweist, die zur Kontaktierung mit den Kontakt-

enden 24, 25 der Antenneneinrichtung 22 (Fig. 1) dienen.

Wie aus einer Zusammenschau der Fig. 2a und 2b hervorgeht, ist eine
auf der Innenkontaktseite 32 des Chiptrigers 29 angeordnete Chipgehiu-
sung 35, die zur Aufnahme eines hier nicht niher dargestellten Chips
dient, mit einem Klebeband 36 versehen, das im Wesentlichen aus einer
HeiBklebermasse gebildet ist, die auf ihrer der Chipgehiusung 35 zuge-

wandten Seite mit einem Haftkleberauftrag versehen ist.

Ferner zeigt Fig. 2a deutlich, dass die Laminatorplatte 17 im vorliegen-
den Fall zweilagig ausgebildet ist, mit einer keramischen Grundschicht
37 und einer darauf angeordneten Metallschicht 38, in der die Ausneh-

mungen 20 ausgebildet sind.

Auf die in Fig. 1 dargestellte Laminatorplatte 17 mit den in den Aus-
nehmungen 20 der Laminatorplatte 17 aufgenommenen Chipmodulen 21
wird anschliefend der Aufnahmelagen-Bogen 12 so angeordnet, dass die
Chipmodule 21, wie in Fig. 3a dargestellt, mit ihren Gehiusungen 35 in
die Ausnehmungen 28 der Aufnahmelagen 13 hineinragend angeordnet

sind.

Wie aus einer Zusammenschau der Fig. 3a und 3b hervorgeht, verlaufen
in dieser Konfiguration die Kontaktenden 24, 25 der auf der Aufnahme-
lage 13 angeordneten Antenneneinrichtung 22 unmittelbar oberhalb der
Innenkontakte 33, 34 des Chipmoduls 21. In dieser Konfiguration kann
nun von oben her, mit einem hier nicht niher dargestellten, stempelfsr-
migen Kontaktierungswerkzeug unter Einwirkung von Druck und Tempe-

ratur in der Ausnehmung 28 bzw. den Kontaktierungsbuchten 26 eine
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Kontaktierung der Kontaktenden 24, 25 mit den Innenkontakten 33, 34

des Chipmoduls 21 durchgefiihrt werden.

Fig. 4a zeigt die mit den Innenkontakten 33, 34 kontaktierten Kontakt-
enden 24, 25 der Antenneneinrichtung 22 sowie den nachfolgend dem
Kontaktierungsvorgang auf dem Aufnahmelagen-Bogen 12 angeordneten
Decklagen-Bogen 14 mit den darin ausgebildeten Decklagen 15, die
jeweils auf dem Chipmodul 21 bzw. der Chipgehdusung 35 angeordnet

sind und somit einen Boden 39 der Ausnehmung 28 bilden.

In der in den Fig. 4a und 4b dargestellten Konfiguration ist das Chipmo-
dul 21 beidseitig abgedeckt in der Laminatoranordnung 16 aufgenom-
men, und es erfolgt nunmehr eine Beaufschlagung der zwischen der
Laminatorplatte 17 und der Laminatorplatte 18, die vorzugsweise voll-
stindig aus Metall gebildet ist, angeordneten Lagenanordnung mit Druck
und Temperatur zu Ausbildung eines Laminatverbunds zwischen dem
Aufnahmelagen-Bogen 12 und dem Decklagen-Bogen 14 zur Herstellung
des in Fig. 5 dargesteliten Karteninlay-Bogens 10.

Der in den Fig. 5 und 6 dargestellte Karteninlay-Bogen 10, der, wie
insbesondere aus der in Fig. 6 dargesteliten Unteransicht deutlich wird,
eine Vielzahl von zusammenhingend ausgebildeten Karteninlays 11
aufweist, dient nunmehr zur Herstellung eines Chipkarten-Bogens 40, der
in einer Schnittdarstellung in Fig. 8 dargestellt ist und eine entsprechen-

de Anzahl von zusammenhingend ausgebildeten Chipkarten 41 aufweist.

Wie Fig. 7 zeigt, werden zur Herstellung des Chipkarten-Bogens 40 in
einer Laminatoranordnung 42, die eine untere Laminatorplatte 43 und
eine obere Laminatorplatte 44 aufweist, jeweils auf einer Seite des
Karteninlay-Bogens 10 angeordnete Aulenlagen-Bdgen 45, 46 bzw. 47,
48 mit dem Karteninlay-Bogen 10 in einem weiteren Laminiervorgang

verbunden.
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Wie Fig. 7 ferner zeigt, bilden die auf der Unterseite des Karteninlay-
Bogens 10 angeordneten, aus dem Aufnahmelagen-Bogen 12 (Fig. 5)
herausragenden AuBenkontaktanordnungen 31 der Chipmodule 21 Lagen-
vorspriinge, die im Zusammenwirken mit in den AuBenlagen-Bégen 45,
46 entsprechend ausgebildeten Ausnehmungen 49, 50 als Positionie-
rungshilfen eine Relativpositionierung der AuBenlagen-Bégen 45, 46
gegeniiber dem Karteninlay-Bogen 10 ermdglichen. Dabei sind die
Dicken der Auflenlagen-Bogen 45, 46 so gewihlt, dass sich infolge der
Herstellung eines Laminatverbunds zwischen den Lagen 45, 46, 10, 47,
und 48 in der Laminatoranordnung 42 eine flichenbiindige Anordnung
der AuBenkontaktanordnung 31 in einer durch den AuBenlagen-Bogen 45

definierten Kontaktoberfliche der Chipkarten 41 einstellt.

Die AuBlenlagen-Bégen 47 und 48 sind geschlossen ausgebildet und
welsen vorzugsweise eine mit den jeweiligen Dicken der AuBenlagen-
Bogen 45, 46 lbereinstimmende Dicke auf. Bei den in der weiteren
Fertigungseinrichtung, also beispielsweise bei einem Kartenhersteller,
aufgebrachten AuBlenlagen-Bégen 45 bis 48 kann es sich beispielsweise
um bedruckte AuBenlagen-Bdgen 46 und 47 handeln, die jeweils mit
einer weiteren, als schiitzende Folienlage ausgebildeten AuBenlage 45,

48 abgedeckt sind.

Um eine fiir den Laminierungsvorgang korrekte Relativpositionierung
der einzclnen,‘in Fig. 7 dargestellten Lagen 45, 46, 10, 47 und 48 sicher-
zustellen, ist es moéglich, beispielsweise die untere Laminatorplatte 43
mit Positionierungsstiften 52 zu versehen, die in entsprechende Positio-
nierungsausnehmungen 53 der Lagen 45, 46, 10, 47 und 48 eingreifen.
Da die Herstellung der Chipkarten-Bogen 40 in der Laminatoranordnung
42 basierend auf dem in der Laminatoranordnung 16 (Fig. 1) hergestell-
ten Karteninlay-Bogen 10 erfolgt, kann die Positionierung entsprechend
dem durch die Anordnung 19 der Ausnehmungen 20 gebildeten Positio-
nierungsraster der Laminatorplatte 17 der Laminatoranordnung 16

erfolgen. Grundsitzlich ist es daher auch mdéglich, zur Durchfiihrung des
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in Fig. 7 dargestellten Laminiervorgangs dieselbe Laminatorplatte 17
wie bel dem in Fig. 1 dargestellten Laminiervorgang zur Herstellung des
Karteninlay-Bogens 10 zu verwenden. Dabei wird durch die Ausnehmun-
gen 20 in der Laminatorplatte 17 bzw. der Laminatorplatte 43 sicherge-
5 stellt, dass eine unmittelbare Temperaturbelastung der AuBenkontaktan-

ordnungen 31 bei Herstellung des Chipkarten-Bogens 40 unterbleibt.

Nach Fertigstellung des Chipkarten-Bogens 40 kann nunmehr die Verein-
zelung der in der Nutzenanordnung zusammenhéingend ausgebildeten

Chipkarten 41 erfolgen.
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Patentanspriiche

Chipkarte (41) mit einem Chipmodul (21), das mit einer in der
Kontaktoberfliche (51) eines Kartenkdrpers angeordneten Auflenkon-
taktanordnung (31) sowie einer in einem Karteninlay (11) angeordne-
ten Antenneneinrichtung (22) kontaktiert ist, wobei das Karteninlay
mit zumindest zwei Lagen, ndmlich einer mit einer Ausnehmung (28)
zur teilweisen Aufnahme des Chipmoduls versehenen Aufnahmelage
(13) und einer das Chipmodul einseitig abdeckenden Decklage (15),
versehen ist, und das Karteninlay beidseitig mit jeweils zumindest
einer Auflenlage (45,46; 47, 48) versehen ist, wobei die Ausnehmung
zur Aufnahme einer auf einer Innenkontaktseite (32) eines Chiptré-
gers (29) des Chipmoduls angeordneten Chipgehdusung (35) dient
und die Decklage einen Boden (39) der Ausnehmung definiert, wobei
die auf der AuBenkontaktiseite(30) des Chiptrigers angeordnete Au-
Benkontaktanordnung einen aus der Ebene der Aufnahmelage hervor-
ragenden Lagenvorsprung bildet, der in einer Ausnehmung (49, 50)
der Auflenlage derart aufgenommen ist, dass die AuBBenkontaktanord-
nung biindig mit der Kontaktoberfliche des Kartenkdrpers angeordnet

ist.

Karteninlay (11) zur Herstellung einer Chipkarte (41) nach Anspruch
1 mit zumindest zwei Lagen, ndmlich einer mit einer Ausnehmung
(28) zur teilweisen Aufnahme des Chipmoduls (21) versehenen Auf-
nahmelage (13) und einer das Chipmodul einseitig abdeckenden
Decklage (15), wobei die Ausnehmung zur Aufnahme einer auf einer
Innenkontaktseite (32) einer Chiptrigers (29) des Chipmoduls ange-
ordneten Chipgehédusung (35) dient und die Decklage einen Boden
(39) der Ausnchmung definiert, wobei die auf der AuBBenkontaktseite
(30) des Chiptridgers angeordnete AuBenkontaktanordnung (31) einen
aus der Ebene der Aufnahmelage hervorragenden Lagenvorsprung
bildet.
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Karteninlay nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Aufnahmelage (13) durch ein Substrat der Antenneneinrich-

tung gebildet ist.

Karteninlay nach Anspruch 2 oder 3

dadurch gekennzeichnet,

dass die Chipgehdusung (35) des Chipmoduls (21) auf ihrer der
Decklage (15) zugewandten Oberseite mit einem Kleberauftrag ver-

sehen ist.

Karteninlay nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet,

dass der Kleberauftrag durch eine Heiflklebermasse gebildet ist.

Karteninlay nach Anspruch 4 oder 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Kleberauftrag als Klebeband (36) ausgebildet ist.

Karteninlay nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet,

dass das Klebeband (36) eine Haftkleberbeschichtung aufweist.

PCT/DE2006/002126
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Verfahren zur Herstellung einer Chipkarte (41) mit einem Chipmodul
(21), das mit einer in der Kontaktoberfliche (51) eines Kartenkdrpers
angeordneten AuBlenkontaktanordnung (31) sowie einer in einem Kar-
teninlay (11) angeordneten Antenneneinrichtung (22) kontaktiert ist,
bei dem zunichst in einer ersten Fertigungseinrichtung (16) das Kar-
teninlay nach einem der Anspriiche 2 bis 7 hergestellt wird, und
nachfolgend in einer zweiten Fertigungseinrichtung (42) das Karten-
inlay beidseitig mit jeweils zumindest einer AuBenlage (45, 46; 47,
48) versehen wird, derart, dass die auf der Auflenkontakiseite (30)
des Chiptirdgers (29) angeordnete Auflenkontaktanordnung (31) in ei-
ne Ausnehmung (49, 50) der zugeordneten Auflenlage eingefiithrt
wird, und anschliefBend in einem Laminiervorgang eine Verbindung

des Karteninlays mit den Auflenlagen erfolgt.
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Verfahren nach Anspruch 8,

dadurch gekennzeichnet,

dass zur Herstellung des Karteninlays (11) in der ersten Fertigungs-
einrichtung (16) zunichst eine Positionierung des Chipmoduls (21) in
einer Ausnehmung (20) einer Laminatorplatte (17) erfolgt, derart,
dass eine auf einer AuBenkontaktseite (30) eines Chiptrégers (29) des
Chipmoduls angeordnete AuBenkontaktanordnung (31) in der Aus-
nehmung aufgenommen ist, und eine auf einer Innenkontaktseite (32)
des Chiptrigers angeordnete Chipgehdusung (35) aus der Ausneh-
mung der Laminatorplatte hervorragt, nachfolgend eine Anordnung
einer als Substrat einer Antenneneinrichtung (22) ausgebildeten Auf-
nahmelage (13) auf der Laminatorplatte erfolgt, derart, dass die
Chipgehdusung in eine Ausnehmung (28) der Aufnahmelage einge-
fithrt wird, wobei die Antenneneinrichtung auf der der Laminatorplat-
te abgewandten Oberfliche der Aufnahmelage angeordnet ist, nach-
folgend eine Kontaktierung der Antenneneinrichtung mit der Innen-
kontaktseite des Chiptridgers erfolgt, nachfolgend eine Anordnung ei-
ner Decklage auf der Aufnahmelage erfolgt, und anschlieBend ein
Laminatverbund zwischen der Aufnahmelage und der Decklage her-

gestellt wird.
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10. Verfahren nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass zur Herstellung der Chipkarte (41) in der zweiten Fertigungsein-
richtung (42) das Karteninlay (11) auf beiden Seiten mit zumindest
jeweils einer AuBlenlage (45, 46; 47, 48) versehen wird, wobei die
auf der AuBenkontaktseite (30) des Chiptridgers (29) angeordnete Au-
Benkontaktanordnung (31) in eine Ausnehmung (49, 50) der zugeord-
neten Auflenlage eingefiihrt wird, und anschliefend ein Laminatver-
bund zwischen den AuBlenlagen und dem Karteninlay hergestellt
wird, derart, dass sich eine flichenbiindige Anordnung der Aulien-
kontaktanordnung mit einer Kontaktoberflache (51) des durch die
Herstellung des Laminatverbunds ausgebildeten Kartenkdrpers ein-

stellt.
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